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0.1 Anwendungsbereich Diese Ergidnzung enthélt Anforderungen, die ergédnzend zu — und in einigen Fillen auch an Stelle
von — den Anforderungen anzuwenden sind, die in J-STD-001G-DE und IPC-A-610G-DE verdffentlicht wurden, um die
Zuverléssigkeit von geloteten elektrischen und elektronischen Automobil-Baugruppen in einsatzkritischen Anwendungen
unter rauen Betriebsbedingungen sicherzustellen, wobei die Bedingungen automatisierter GroBserien-Produktion
berticksichtigt sind.

0.2 Zweck Falls in der Beschaffungsdokumentation oder auf Zeichnungen gefordert, erginzt oder ersetzt diese Erginzung
spezielle Anforderungen aus J-STD-001-DE und IPC-A-610-DE.

0.3 Existierende oder zuvor freigegebene Designs Diese Ergiinzung darf nicht die einzige Ursache fiir das Redesign
zuvor freigegebener Designs sein. Wenn Zeichnungen fiir existierende oder zuvor freigegebene Designs iiberarbeitet
werden, sollten sie {iberpriift und so angepasst werden, dass sie mit den Anforderungen dieser Erginzung kompatibel
sind.

0.4 Verwendung Diese Erginzung darf nicht als eigenstédndiges Dokument verwendet werden.

Soweit Kriterien nicht ergénzt sind, miissen die Anforderungen der Klasse 3 in J-STD-001G-DE angewendet werden.

Wo Kriterien aus J-STD-001G-DE ergénzt wurden oder in dieser Ergdnzung neue Kriterien hinzugekommen sind, sind die
entsprechenden Abschnitte in J-STD-001GA-DE aufgefiihrt. Der gesamt Abschnitt aus J-STD-001G-DE wird durch diese
Ergénzung ersetzt, soweit nicht speziell anders angegeben.

Die in dieser Ergénzung geénderten Abschnitte beinhalten nicht Unter-Abschnitte, auBler wenn es speziell angegeben

ist. Z. B. 1.4 beinhaltet nicht 1.4.1. Abschnitte, Tabellen, Bilder usw. in J-STD-001G-DE, die nicht in dieser Ergédnzung
aufgefiihrt sind, sind wie verdffentlicht zu verwenden. J-STD-001GA-DE muss gemeinsam mit J-STD-001G-DE verwendet
werden.

Diese Ergianzung darf nur in Verbindung mit der entsprechenden Automotive-Ergédnzung zu IPC-A-610G-DE verwendet
werden.

Im Zusammenhang mit dieser Ergdnzung muss IPC-A-610 als Begleitdokument zu J-STD-001 verwendet werden. Die
Ausgabestinde von J-STD-001 und IPC-A-610 miissen sich entsprechen, z. B. J-STD-001G-DE und IPC-A-610G-DE.
Bei der gemeinsamen Verwendung unterschiedlicher Ausgabesténde steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kriterien nicht
iibereinstimmen.

Fir den Fall, dass zwischen den Dokumenten, auf die in diesem Abschnitt verwiesen wird, ein Konflikt besteht, ist deren
Rangordnung in Abschnitt 1.7 dokumentiert.
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1.6 Allgemeine Anforderungen Die Verwendung dieser Ergidnzung unterstellt, dass das Produkt zur Klasse 3 gehort.

Die Lotprozesse, Ausriistungen und Bedingungen, die in diesem Dokument beschrieben werden, basieren auf elektrischen/
elektronischen Schaltungen, deren Design und Herstellung gemaB den in Tabelle 1-1GA aufgefiihrten Spezifikationen
durchgefiihrt wurde.

Tabelle 1-1GA Design-, Fertigungs- und Abnahme-Spezifikationen

Leiterplattentyp Designspezifikation Fertigungs-/Abnahmespezifikation
Allgemeine Anforderungen IPC-2221 IPC-6011
IPC-6012, IPC-6012 Erganzung

Starre Leiterplatten IPC-2222 Automobilbranche, IPC-A-600
Flexible Leiterplatten IPC-2223 IPC-6013
Starrflexible Leiterplatten IPC-2223 IPC-6013

1.7 Rangordnung der Dokumente Dem Vertrag muss stets Vorrang gegeben werden vor dieser Ergdnzung sowie vor
Richtlinien und vom Anwender freigegebenen Zeichnungen, auf die Bezug genommen wird.

1.7.1 Konflikt Im Falle eines Konflikts zwischen dieser Ergdnzung und den hier zitierten anwendbaren Dokumenten
hat diese Ergénzung Vorrang. Wenn bezogene Kriterien dieser Ergédnzung von J-STD-001G-DE abweichen, hat diese
Ergénzung Vorrang. Im Falle eines Konflikts zwischen den Anforderungen dieser Ergéinzung und den anwendbaren
Bestiickungszeichnungen bzw. Dokumentationen haben die anwendbaren, vom Anwender freigegebenen Zeichnungen/
Dokumentationen Vorrang.

Im Falle eines Konflikts zwischen den Anforderungen von J-STD-001G-DE und den anwendbaren Zeichnungen bzw.
Dokumentationen haben die anwendbaren, vom Anwender freigegebenen Zeichnungen und Dokumentationen Vorrang.
Dokumentationen sind z. B. Vertrag, Bestellung, technischer Datensatz, Entwicklungsspezifikation oder Leistungs-
spezifikation. Im Falle eines Konflikts zwischen den Anforderungen von J-STD-001G-DE und vom Anwender nicht
freigegebenen Zeichnungen bzw. Dokumentationen hat diese Richtlinie Vorrang.

Im Falle eines Konflikts zwischen dieser Erganzung und IPC-A-610GA-DE hat diese Ergdnzung Vorrang.
Unten finden Sie eine Zusammenfassung der Dokumente-Rangordnung fiir die Verwendung dieser Ergéinzung.

Vom Anwender freigegebene Zeichnungen
— J-STD-001GA-DE — J-STD-001G-DE — IPC-A-610GA-DE — IPC-A-610G-DE

1.8 Fachbegriffe und Definitionen

1.8.6 Hersteller (Baugruppenproduzent) Die Person, Organisation oder Firma, die verantwortlich fiir den
Bestiickungsprozess und die Priifverfahren ist, die notwendig sind, um die vollstindige Ubereinstimmung
der Baugruppen mit dieser Ergénzung sicherzustellen.

1.8.7 Objektiver Nachweis Dokumentation in gedruckter Form, als elektronische Daten, Video oder andere Medien, die
nachweist, dass die Anforderungen eingehalten werden (siche z. B. Anhang C). Die Dokumentation kann folgende Elemente
umfassen, ist jedoch nicht darauf beschrankt:

a. Arbeitsanweisungen.

b. Verfahren und Aufzeichnungen, wie vom Qualitdtsmanagementsystem gefordert.

¢. Chemische und physikalische Priifdaten.

d. Zuverldssigkeitsberechnungen, die auf anerkannten Zuverléssigkeitsstandards der Branche basieren.

e. Datenblétter und Berichte von Herstellern sowie bekanntermaflen zuldssige Aufzeichnungen ausgewéhlter Lieferanten
zur Leistungsfahigkeit.

Berichte tiber externe und/oder interne Audits.

Priif- und Inspektionsberichte einschlieBlich tatséchlich gemessener Werte.

5w

Schulungsaufzeichnungen.

—

Létprofile der Temperatur iiber die Zeit.

Technische Grundlagen fiir Anderungen bei Materialien und/oder Prozessen, siehe z. B. Anhang C.

—.
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8.3.20 (NEU) ,L“-férmige Anschlisse (Sicherungen/Shunt-Widerstande)
8.3.20.1 (NEU) Maximaler Seitenliberhang (A)
8.3.20.2 (NEU) Maximaler Spitzentberhang (B)
8.3.20.3 (NEU) Minimale Breite am Ende der Lotstelle (C)
8.3.20.4 (NEU) Minimale Lange der Létstelle an der Seite (D)
8.3.20.5 (NEU) Maximale Hohe der Létstelle (E)
8.3.20.6 (NEU) Minimale Hoéhe der Létstelle (F)
8.3.20.7 (NEU) Lotspaltdicke (G)
8.3.21 ,C“-formige Anschliisse mit warmeableitender Flache
8.3.21.1 (NEVU) Maximaler Seitenlberhang (A)
8.3.21.2 (NEVU) Maximaler Spitzenliiberhang (B)
8.3.21.3 (NEU) Minimale Breite am Ende der Létstelle (C)
8.3.21.4 (NEU) Minimale Lange der Létstelle an der Seite (D)
8.3.21.5 (NEU) Maximale Hohe der Létstelle an der Ferse (E)
8.3.21.6 (NEU) Minimale Hoéhe der Létstelle an der Ferse (F)
8.3.21.7 (NEU) Lotspaltdicke (G)
8.3.22 (NEU) Vertikale zylindrische, becherférmige Bauteile mit nach aulRen geformten, L-formigen Anschllissen
10.8 Schutzbeschichtung (Conformal Coating)
10.8.1 Allgemeines
10.8.2 Abdeckung
10.8.2.1 (NEU) Beschichtung auf Silikonbasis
10.8.3 Dicke
10.8.4 Elektrische Isolierbeschichtung
10.8.4.1 Abdeckung
10.8.4.2 Dicke
10.9 Verguss

0.1 Anwendungsbereich Diese Erganzung enthalt eine Sammlung visueller Abnahmekriterien flr elektronische Baugruppen,
die ergénzend zu — und in einigen Fallen auch an Stelle von — den Anforderungen anzuwenden sind, die in IPC-A-610G-DE
veroffentlicht wurden, um die Zuverlassigkeit von geltteten elektrischen und elektronischen Automobil-Baugruppen in
einsatzkritischen Anwendungen unter rauen Betriebsbedingungen sicherzustellen, wobei die Bedingungen automatisierter
GroRserien-Produktion berlicksichtigt sind. Diese Erganzung enthalt keine Kriterien fir die Auswertung von Schliffbildern
oder die Auswertung von Bildern, die von automatischen optischen und/oder Réntgeninspektionssystemen erzeugt werden.

0.2 Verwendung Diese Erganzung darf nicht als eigenstandiges Dokument verwendet werden.

Soweit Kriterien nicht erganzt sind, miissen die Anforderungen der Klasse 3 in IPC-A-610G-DE angewendet werden. Wo Kriterien
aus IPC-A-610G-DE erganzt wurden oder in dieser Ergédnzung neue Kriterien hinzugekommen sind, sind die entsprechenden
Abschnitte in IPC-A-610 Automotive-Erganzung aufgefihrt. Der gesamt Abschnitt aus IPC-A-610G wird durch diese Erganzung
ersetzt, soweit nicht speziell anders angegeben.

Die in dieser Erganzung geanderten Abschnitte beinhalten nicht Unter-Abschnitte, auer wenn es speziell angegeben ist. Z. B. 1.4
beinhaltet nicht 1.4.1. Abschnitte, Tabellen, Bilder usw. in IPC-A-610G-DE, die nicht in dieser Ergénzung aufgefihrt sind, sind wie
veroffentlicht zu verwenden. IPC-A-610GA-DE ist gemeinsam mit IPC-A-610G-DE zu verwenden.

Diese Erganzung darf nur in Verbindung mit der entsprechenden Automotive-Erganzung zu J-STD-001G-DE, namlich mit
J-STD-001GA-DE verwendet werden.

Im Zusammenhang mit dieser Ergadnzung muss IPC-A-610 als Begleitdokument zu J-STD-001 verwendet werden. Die Ausgabe-

stande von J-STD-001 und IPC-A-610 miissen sich entsprechen, z. B. J-STD-001G-DE und IPC-A-610G-DE. Bei der gemeinsamen

Verwendung unterschiedlicher Ausgabestande steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kriterien nicht Gibereinstimmen.

Fur die Rangordnung der Dokumente gilt Abschnitt 1.7.
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1 Allgemeines

1.2 Zweck Die visuellen Abnahmekriterien dieses Dokuments stellen die Anforderungen vorhandener IPC-Dokumente
sowie weiterer anwendbarer Spezifikationen dar. Wenn der Anwender den Inhalt dieses Dokuments anwenden und nutzen
will, muss die Baugruppe bzw. das Produkt den Anforderungen anderer IPC-Dokumente wie IPC-7351, IPC-2220-FAM,
IPC-6010-FAM und IPC-A-600 oder kundenspezifische Automobil-Richtlinien, -Prifungen, -Zuverlassigkeitsdaten, usw.
entsprechen. Wenn die Baugruppe diesen oder vergleichbaren Anforderungen nicht entspricht, miissen spezielle Abnahme-
kriterien gemeinsam vom Anwender und dem Konstruktionsverantwortlichen definiert, vereinbart und dokumentiert werden.

Bei Abweichungen haben die Beschreibung oder schriftliche Kriterien, z. B. Tabellen, oder Hinweise zu Kriterien, stets Vorrang
vor den lllustrationen wie Bilder und Grafiken.

Richtlinien kdnnen jederzeit aktualisiert werden. Das gilt auch fur die Nutzung von Ergdnzungen (Amendments). Die
Verwendung einer Erganzung oder neueren Ausgabe ist nicht automatisch gefordert, es sei denn, es wird zwischen
Kunde und Lieferant vereinbart.

Tabelle 1-1 Zusammenfassung weiterfiihrender Dokumente

Zweck des
Dokuments Spezifikation Definition
Designrichtlinie IPC-2220-FAM | Designanforderungen mit drei Komplexitatsgraden (Stufe A, B oder C), die auf feinere
IPC-7351 Geometrien, grofiere Dichte und mehr Prozessschritte zur Fertigung des Produktes
IPC-CM-770 hinweisen.
Richtlinien fir Bauteile und Montageprozesse als Hilfe fur das Design der unbestiickten
Leiterplatte und der Baugruppe. Die Leiterplattenprozesse konzentrieren sich auf SMD-
Anschlussflachen, die Montage beinhaltet Grundlagen der Durchsteck- und SMD-Technik,
die in den Designprozess und die Dokumentation gewohnlich einbezogen werden.

Anforderungen an die | IPC-6010-FAM | Dokumentation zu Anforderungen und Abnahmekriterien flr starre, starr-flexible, flexible

Leiterplatte IPC-A-600 und andere Arten von Substraten.

Endprodukt- IPC-D-325 Dokumentation, in der die vom Kunden beschriebenen, speziell fir unbestiickte

Dokumentation Leiterplatten des Endprodukts geltenden Anforderungen oder die Anforderungen an
die Montage des Endprodukts dargestellt sind. Details kdnnen, missen sich aber nicht,
auf Industriespezifikationen oder Ausfihrungsrichtlinien bzw. auf Kundenvorgaben oder
dessen interne Normen beziehen.

Endprodukt-Richtlinien | J-STD-001 Anforderungen an gelotete elektrische und elektronische Baugruppen mit Darstellungen
der Minimalanforderungen an die Merkmale des Endprodukts, ebenso Bewertungs-
methoden (Testmethoden), Testhaufigkeit und Anforderungen an die Eignung und
Fahigkeit der Prozesskontrolle.

Abnahme-Richtlinie IPC-A-610 Dokument mit bildhafter Darstellung zur Erlauterung der unterschiedlichen Merkmale der

Leiterplatte und/oder Baugruppe. Gibt Hinweise zum erwiinschten Zustand der Produkte,
die Uber die Minimalanforderungen an die Merkmale in den Endprodukt-Richtlinien
hinausgehen. Es stellt eine Reihe abweichender Zustande vor (Prozessindikator oder
Fehler), um den Bedienern und Prifern die Erkennung notwendiger Prozesskorrekturen
zu ermdglichen.

Schulungsprogramme
(optional)

Dokumentierte Schulungsanforderungen zum Lehren und Lernen von Verfahrensregeln
und -techniken fiir die Einflihrung von Abnahmeanforderungen, die in Endprodukt-
Richtlinien, Abnahme-Richtlinien oder in der Kundendokumentationen enthalten sind.

Nacharbeit und
Reparatur

IPC-7711/7721

Dieses Dokument enthélt Prozessbeschreibungen zur Entfernung und zum Ersatz von
Beschichtungen und Bauteilen, zur Reparatur des Lotstopplacks sowie zur Anderung/
Reparatur von Laminatmaterial, Leiterbahnen und metallisierten Léchern.

Automotive Industry AIAG-CQI-17 | Spezielle Prozesse: Herstellung elektronischer Baugruppen — Bewertung von
Action Group Lotsystemen
(AIAG)-Richtlinien
Automotive AEC-Q100 Automotive Electronics Council — Qualifizierung fir Ausfallmechanismus-basierte
Electronics Council AEC-Q101 Belastungstests
(AEC)-Richtlinien AEC-Q102

AEC-Q104

AEC-Q200






